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DESCRIPCION
Procedimiento para formar una capa central de una tarjeta de transporte de informacion

[0001] La presente invencion se refiere a un procedimiento para formar una capa central de una tarjeta de
transporte de informacién. También se refiere a un procedimiento correspondiente para fabricar una tarjeta de
transporte de informacion.

CAMPO DE LA INVENCION

[0002] La descripcion se refiere a tarjetas de transporte de informacion tales como tarjetas inteligentes. Mas
particularmente, la materia objeto descrita se refiere a una composicién de polimero, una tarjeta de transporte de
informacion que comprende tal composicién y un procedimiento de fabricacion de la misma.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0003] Las tarjetas de transporte de informacion proporcionan identificacion, autenticacion, almacenamiento de
datos y procesamiento de aplicaciones. Tales tarjetas o partes incluyen tarjetas de llave, tarjetas de identificacion,
tarjetas telefénicas, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, etiquetas, tiras de cédigos de barras, otras tarjetas
inteligentes y similares. La falsificacion y el fraude de informacién asociados con las tarjetas de plastico tradicionales
causan decenas de miles de millones de dodlares en pérdidas cada afio. Como respuesta, las tarjetas de transporte de
informacion se estan volviendo "mas inteligentes" para mejorar la seguridad. Las tecnologias de tarjetas inteligentes
proporcionan soluciones para prevenir el fraude y disminuir las pérdidas resultantes.

[0004] Las tarjetas de transporte de informaciéon a menudo incluyen un circuito integrado (IC) incrustado en un
material termoplastico tal como cloruro de polivinilo (PVC). La informaciéon se ha introducido y almacenado en el circuito
integrado antes de una transaccion. En uso, las tarjetas de transporte de informacién funcionan en un modo de
"contacto” o "sin contacto". En el modo de contacto, se hace que un componente electronico en la tarjeta entre en
contacto directamente con un lector de tarjetas u otra dispositivo de recepcion de informacion para establecer un
acoplamiento electromagnético. En el modo sin contacto, el acoplamiento electromagnético entre la tarjeta y el
dispositivo de lectura de tarjetas se establece a través de una accion electromagnética a distancia, sin necesidad de
contacto fisico. El proceso de introduccion de informacion en el IC de la tarjeta de transporte de informacién también
funciona en cualquiera de estos dos modos.

[0005] Cuando las tarjetas de transporte de informacion se vuelven "mas inteligentes”, la cantidad de
informacion almacenada en cada tarjeta a menudo aumenta, y la complejidad de los IC integrados también aumenta.
Las tarjetas también deben resistir la flexion para proteger los componentes electronicos sensibles de los dafios, asi
como ofrecer una buena durabilidad durante el uso. También se desea un procedimiento comercial relativamente facil
y a gran escala que tenga una productividad mejorada a bajo coste.

[0006] El documento DE 695 27 866 describe un procedimiento para fabricar una tarjeta sin contacto que
comprende un cuerpo de tarjeta y un modulo electrénico que tiene un chip de circuito integrado conectado a una
antena. Un marco se deposita sobre una lamina termoplastica inferior, demarcando de este modo (es decir,
estableciendo un limite en) los bordes de una cavidad. EI médulo electrénico se posiciona en la parte inferior de la
cavidad de modo que un sustrato del médulo electréonico se interpone entre el chip de circuito integrado y la lamina
termoplastica. A continuacion, la cavidad se rellena con una resina polimerizable.

[0007] El documento DE 35 86 666 describe una tarjeta IC (circuito integrado), en la que una lamina de base
formada de material termoplastico esta intercalada entre una Ilamina de sustrato y una lamina ficticia ambas formadas
de material no plastico de menor termoplasticidad que la lamina de base. La lamina de sustrato y la lamina ficticia se
proporcionan para tener la misma forma y tamafio que la lamina de base para colocar chips montados en la lamina de
sustrato a través de orificios en la lamina de base y orificios en la lamina ficticia.

[0008] El documento DE 199 15 765 describe un procedimiento para fabricar un transpondedor sin contacto
insertando un chip semiconductor en una cavidad en un cuerpo termoplastico, presionando a continuacion la antena
y conectando los cables en el cuerpo, y fundiendo una resina sobre el mismo. Se puede proporcionar un adhesivo
entre el chip semiconductor y la parte inferior de la cavidad.

RESUMEN DE LA INVENCION

[0009] La invencion proporciona un procedimiento para formar una capa central de una tarjeta de transporte
de informacién, como se define en la reivindicacion 1. La invencion proporciona también un procedimiento para fabricar
una tarjeta de transporte de informacion, como se define en la reivindicacion 11.

[0010] En algunas realizaciones, que no estan dentro del alcance de las reivindicaciones, una capa central para
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una tarjeta de transporte de informacion comprende al menos una capa termoplastica que tiene al menos una cavidad,
una capa de incrustacion y una composicion de polimero reticulado. Al menos una porcion de la capa de incrustacion
esta dispuesta dentro de la al menos una cavidad de la al menos una capa termoplastica. La composiciéon de polimero
reticulado se dispone sobre la al menos una capa termoplastica y en contacto con la capa de incrustacién. La capa de
incrustacion puede comprender tener al menos un componente electronico activo o pasivo. Por ejemplo, la capa de
incrustacion comprende al menos un componente de diodo emisor de luz (LED) en algunas realizaciones. La capa de
incrustacion comprende al menos una de una lamina que contiene metal y también puede comprender una lamina que
contiene ceramica. La composicion de polimero reticulado se obtiene a partir de una composicion de polimero
reticulable, que comprende un precursor curable. En algunas realizaciones, tal precursor curable o una unidad base
para la composiciéon de polimero reticulado se selecciona del grupo que consiste en acrilato, metacrilato, acrilato de
uretano, acrilato de éster, acrilato de silicona, acrilato epoxi, silicona, epoxi y uretano. El precursor curable puede
comprender un monémero, un oligémero o un prepolimero. La composicion de polimero reticulado puede contener o
no una carga. En realizaciones adicionales, que no estan dentro del alcance de las reivindicaciones, una tarjeta de
transporte de informacién comprende una capa central como se ha descrito anteriormente.

[0011] Un procedimiento para formar una capa central de una tarjeta de transporte de informacion segun la
invencion se define en la reivindicacion 1. En algunas realizaciones, el procedimiento comprende ademas una etapa
de aplicacion de vacio a la composicién de polimero reticulable. La composicion de polimero reticulable usada en tal
procedimiento comprende un precursor curable en forma liquida o de pasta. La composicion de polimero reticulable
puede o no comprender cargas. El procedimiento de fabricacién de una capa central puede comprender ademas fijar
la capa de incrustacion sobre la primera capa termoplastica antes de dispensar la composicién de polimero reticulable.
En realizaciones adicionales, un procedimiento de fabricacién de una capa central incluye ademas una etapa de curado
de la composicién de polimero reticulable para formar una composicion de polimero reticulado, por ejemplo, a una
temperatura predeterminada bajo presién, opcionalmente con radiacion tal como luz UV.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0012] La presente descripcion se entiende mejor a partir de la siguiente descripcidn detallada cuando se lee
junto con los dibujos adjuntos. Se hace hincapié en que, segun la practica comun, las diversas caracteristicas de los
dibujos no estan necesariamente a escala. En algunos casos, las dimensiones de las diversas caracteristicas se
expanden o reducen arbitrariamente para mayor claridad. Numeros similares denotan caracteristicas similares a lo
largo de la memoria descriptiva y las figuras.

Las figuras 1-6 ilustran vistas en seccion transversal de estructuras en capas en diferentes etapas en un proceso
a modo de ejemplo de formacién de una capa central de una tarjeta de transporte de informacién, de acuerdo con
algunas realizaciones.

La figura 1 ilustra una vista de seccion transversal de una primera pelicula de liberacion.

La figura 2 ilustra una vista en seccion transversal de una segunda pelicula de liberacion dispuesta sobre la primera
pelicula de liberacion de la figura 1.

La figura 3 ilustra una vista en seccion de una primera capa termoplastica que tiene al menos una cavidad dispuesta
sobre las dos peliculas de liberacion de la figura 2.

La figura 4 es una vista en seccion transversal de las capas después de que una capa de incrustacion se disponga
parcial o totalmente dentro de la cavidad de la primera capa termoplastica de la figura 3.

La figura 5 es una vista en seccion transversal de las capas de la figura 4 después de dispensar una composicion
de polimero reticulable sobre la capa de incrustacion dentro de la cavidad.

La figura 6 es una vista en seccién transversal de las capas resultantes después de colocar una tercera y una
cuarta pelicula de liberacion sobre las capas de la figura 5.

La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo de formacién de una capa central de
una tarjeta de transporte de informacion, de acuerdo con algunas realizaciones.

La figura 8 es un diagrama de flujo que ilustra otro proceso a modo de ejemplo que forma una capa central de una
tarjeta de transporte de informacion, de acuerdo con algunas realizaciones.

La figura 9 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo que forma una capa termoplastica
que tiene una cavidad, de acuerdo con algunas realizaciones.

Las figuras 10-13 ilustran vistas en seccion transversal de estructuras en capas en diferentes etapas en el proceso
a modo de ejemplo de la figura 9.

La figura 14 es una vista en seccion transversal de una capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacién, que se fabrica de acuerdo con la estructura en las figuras 1-6 y las etapas en la figura 8.

La figura 15 es una vista en seccion transversal de otra capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacién en una etapa final segun las etapas en la figura 8 en algunas realizaciones.

La figura 16 es una vista en seccion transversal de una capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacion que tiene una cavidad completamente abierta para una incrustacion, de acuerdo con algunas
realizaciones.

La figura 17 es una vista de arriba hacia abajo de la capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacion de la figura 16.

La figura 18 es una vista en seccion transversal de una capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
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de informacién que tiene una cavidad de incrustacion abierta cercana al tamafio de una incrustacién, de acuerdo
con algunas realizaciones.

La figura 19 es una vista de arriba hacia abajo de la capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacion de la figura 18.

La figura 20 es una vista en seccion transversal de una capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacién que tiene una cavidad de ventana parcialmente para una incrustacion, de acuerdo con algunas
realizaciones.

La figura 21 es una vista de arriba hacia abajo de la capa central a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte
de informacion de la figura 13.

Las figuras 22-25 ilustran un proceso a modo de ejemplo para fijar una capa de incrustacion a modo de ejemplo
sobre una capa termoplastica, de acuerdo con algunas realizaciones.

La figura 22 es una vista de arriba hacia abajo de una capa de incrustacion a modo de ejemplo.

La figura 23 es una vista de arriba hacia abajo de la capa de incrustacion a modo de ejemplo de la figura 22
después del corte con orificios en su capa de soporte.

La figura 24 es una vista de arriba hacia abajo de la capa de incrustacion a modo de ejemplo de la figura 23
dispuesta sobre una capa termoplastica.

La figura 25 es una vista de arriba hacia abajo de la capa de incrustacion a modo de ejemplo de la figura 24 que
se fija sobre la capa termoplastica usando un adhesivo instantaneo, de acuerdo con algunas realizaciones.

La figura 26 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo de fijacion de una capa de
incrustacion sobre una capa termoplastica, de acuerdo con algunas realizaciones.

Las figuras 27 -31 ilustran vistas en seccion transversal de la estructura de capa en diferentes etapas de un proceso
a modo de ejemplo de fabricacion de una tarjeta de transporte de informacion a modo de ejemplo, de acuerdo con
algunas realizaciones.

La figura 27 es una vista de seccion transversal de una pelicula transparente.

La figura 28 es una vista en seccién transversal de una pelicula imprimible dispuesta sobre la pelicula transparente
de la figura 27.

La figura 29 es una vista en seccion transversal de la estructura de capa después de que una capa central a modo
de ejemplo se disponga sobre las dos peliculas de la figura 28.

La figura 30 es una vista en seccion transversal de la estructura de capa resultante después de disponer una
segunda pelicula imprimible sobre la estructura de capa de la figura 29.

La figura 31 es una vista en seccion transversal de la estructura de capa resultante después de disponer una
segunda pelicula transparente sobre la estructura de capa de la figura 30.

La figura 32 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo de fabricacion de una tarjeta de
transporte de informacion a modo de ejemplo.

La figura 33 es un dibujo esquematico que ilustra una estructura de capa central a modo de ejemplo para una
pluralidad de una pluralidad de tarjetas de transporte de informacién durante un proceso de fabricacion a modo de
ejemplo, de acuerdo con algunas realizaciones.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS

[0013] Esta descripcion de las realizaciones a modo de ejemplo esta destinada a ser leida en relacion con los
dibujos adjuntos, que deben considerarse parte de toda la descripcion escrita. En la descripcion, los términos relativos
tales como «inferior», «superior», «horizontal», «vertical», «anterior», «posterior», «arribay», «abajo», «encima» y
«debajo» asi como los derivados de los mismos (por ejemplo, «horizontalmente», «hacia abajo» , «hacia arriba», etc.)
deben interpretarse para referirse a la orientacion como se describe a continuacién o como se muestra en el dibujo en
discusion. Estos términos relativos son solo por conveniencia de descripcion y no requieren que el aparato se
construya o funcione en una orientacion particular. Términos relacionados con los accesorios, acoplamiento y similares
tales como «conectado» e «interconectado», se refieren a una relacién en la que las estructuras estan aseguradas o
conectadas entre si, ya sea directa o indirectamente a través de estructuras intermedias, asi como a ambos accesorios
o relaciones moviles o rigidos, a menos que se describa expresamente lo contrario.

[0014] Por brevedad, a menos que se indique expresamente lo contrario, las referencias a "tarjeta de transporte
de informacioén” o "tarjeta inteligente" realizadas a lo largo de esta descripcion pretenden abarcar al menos tarjetas de
llave, tarjetas de identificacion, tarjetas telefonicas, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas eléctricas, etiquetas,
tiras de cdédigos de barras, cualquier parte que comprenda un circuito integrado (IC) y similares. "Tarjeta de transporte
de informacion” o "tarjeta inteligente" también incluye una amplia variedad de formas, que incluyen, pero no se limitan
a, laminas rectangulares, laminas circulares, tiras, varillas y anillos. "Tarjeta de transporte de informacién” o "tarjeta
inteligente" también incluye cualquier parte de transporte de informacion de ambos modos "contacto" y "sin contacto”.
"Tarjeta de transporte de informacion" o "tarjeta inteligente" también abarca cualquier tarjeta de transporte de
informacion con o sin una fuente de alimentacion a bordo. Una tarjeta de transporte de informacion que comprende
una fuente de alimentacién también se denomina "tarjeta de alimentacién”.

1. Capa central para la tarjeta de transporte de informacion:

[0015] En algunas realizaciones, una capa central para una tarjeta de transporte de informacion comprende al
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menos una capa termoplastica que tiene al menos una cavidad; una capa de incrustacién, y una composicion de
polimero reticulado. Al menos una porcion de la capa de incrustacion esta dispuesta dentro de la al menos una cavidad
de la al menos una capa termoplastica. La composicién de polimero reticulado se dispone sobre la al menos una capa
termoplastica y en contacto con la capa de incrustacion. En algunas realizaciones, la composicion de polimero
reticulado se dispone en la cavidad sobre la al menos una capa termoplastica.

[0016] La composicién de polimero reticulado puede comprender una unidad de base seleccionada del grupo
que consiste en acrilato, metacrilato, acrilato de uretano, acrilato de éster, acrilato de silicona, acrilato de epoxi,
silicona, uretano, epoxi y similares. En algunas realizaciones, la composicion de polimero reticulado comprende una
unidad base seleccionada del grupo que consiste en acrilato, metacrilato, acrilato de uretano, acrilato de éster, acrilato
de silicona y silicona. Por ejemplo, la composicion de polimero reticulado es acrilato o acrilato de uretano. El polimero
reticulado puede estar sin carga, o0 comprender una carga o aditivo, tal como en el intervalo de aproximadamente 0,5
% en peso a aproximadamente 80 % en peso de una carga. La carga puede ser inorganica u organica. La composicion
de polimero reticulado se hace a través del curado de una composicion de polimero reticulable que comprende un
precursor curable. El precursor curable es acrilato, metacrilato, acrilato de uretano, acrilato de éster, acrilato de
silicona, acrilato epoxi, silicona, uretano, epoxi o similares en algunas realizaciones.

[0017] En algunas realizaciones, la capa de incrustaciéon comprende al menos un componente electronico
activo o pasivo, por ejemplo, un circuito integrado (IC). Por ejemplo, la capa de incrustacion puede comprender una
placa de circuito impreso. La capa de incrustacion comprende componentes de LED en algunas realizaciones. El al
menos un componente electronico esta dispuesto parcial o totalmente dentro de la cavidad sobre la al menos una
capa termoplastica. El tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica es mayor que el tamafo
de la capa de incrustacién en algunas realizaciones. El tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa
termoplastica es sustancialmente el mismo que el tamafio de la capa de incrustacion en algunas otras realizaciones.
El tamaio de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica es sustancialmente el mismo que el tamafio
de una porcién de la capa de incrustacion en alguna otra realizacion. La capa de incrustacion puede comprender
también al menos una lamina de metal, cerdmica, material que contiene metal, material que contiene ceramica,
plasticos o similares. La capa central puede comprender ademas una bateria conectada con el al menos un
componente electrénico en la capa de incrustacion.

[0018] Esta descripcion también proporciona un procedimiento para formar una capa central de este tipo de
una tarjeta de transporte de informacion.

[0019] Con referencia a las figuras 1 y 2, la primera pelicula de liberacion 2 puede ser una lamina de
politetrafluoroetileno bajo el nombre comercial Teflon®, cualquier otro fluoropolimero, silicona, un fluoropolimero o
peliculas recubiertas de silicona. Una segunda pelicula de liberacion 4 esta dispuesta sobre la primera pelicula de
liberacion 2. La segunda pelicula de liberacion 4 puede formarse a partir del mismo material y proceso que la primera
pelicula de liberacion 2. En algunas realizaciones, se prefiere una pelicula de liberacion transpirable. Ejemplos de una
pelicula de liberacion transpirable como segunda pelicula de liberacion 4 es un papel recubierto de silicona. Por
ejemplo, la segunda pelicula de liberacién 4 puede tomar la forma de un papel de hornear de pergamino no
blanqueado, recubierto de silicona, disponible en la empresa Regency Wraps Company bajo el nombre comercial de
"If you care». Las dos peliculas de liberacion se muestran solo con fines ilustrativos. Solo puede usarse una o ninguna
pelicula de liberacion en algunas realizaciones.

[0020] Con referencia a la figura 3, una primera capa termoplastica 6 tiene al menos una cavidad 7, que esta
dispuesta sobre las peliculas de liberacion 2 y 4. La primera capa termoplastica 6 se puede moldear o laminar a partir
de una o mas capas de peliculas termoplasticas. Los ejemplos de materiales que son adecuados para su uso en la
formacion de la primera capa de material termoplastico 6 incluyen cloruro de polivinilo (PVC), un copolimero de cloruro
de vinilo, una poliolefina, un policarbonato, un poliéster, una poliamida, un copolimero de acrilonitrilo y butadieno y
estireno (ABS) y similares. La primera capa termoplastica 6 puede ser un PVC, o un copolimero de cloruro de vinilo y
otro monémero tal como éter vinilico, éster vinilico o acetato de vinilo, 0 un compuesto o mezcla de PVC y un polimero
de cloruro de vinilo. Ejemplos de peliculas de PVC adecuadas para su uso con la invencion estan disponibles de
proveedores tales como Klockner Pentaplast of America, Inc. de Gordonsville, VA; y Shijiazhuang Eurochem Co. Ltd
de China. Ejemplos de tales resinas de copolimero estan disponibles de Dow Chemical Company bajo el nombre
comercial de UCAR®, y de BASF de Ludwigshafen, Alemania bajo el nombre comercial de Laroflex®. UCAR® es un
copolimero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo. Los grados incluyen YYNS-3, VYHH y VYHD. Laroflex® es un
copolimero de cloruro de vinilo y éter isobutilo de vinilo. Los grados incluyen MP25, MP 35, MP45 y MP60. Todas
estas resinas poliméricas se pueden suministrar como polvo fino. Se puede afiadir un polvo de estos copolimeros para
modificar las resinas de PVC para peliculas. La primera capa termoplastica 6 que tiene al menos una cavidad puede
formarse cortando con troquel una o mas peliculas termoplasticas y, a continuacion, laminando y calentando una o
mas peliculas termoplasticas.

[0021] Con referencia a la figura 4, al menos una porcion de una capa de incrustacion 8 esta dispuesta dentro

de al menos una cavidad 7 de la primera capa termoplastica 6. La incrustacion 8 esta completa o parcialmente
dispuesta dentro de la cavidad 7. La capa de incrustacion 8 comprende al menos un componente electrénico activo o
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pasivo 10 insertado o montado en superficie sobre una pelicula de soporte 12. La capa de incrustacion 8 puede
comprender una placa de circuito impreso (PCB). El componente electrénico 10 puede estar incrustado o montado en
superficie en el material de soporte de PCB. Los ejemplos de pelicula de soporte 12 incluyen, pero no se limitan a,
poliimida, poliéster tal como PET, lamina epoxi rellena de vidrio tal como FR-4. Una placa de circuito impreso (PCB)
que tiene todos los componentes se abrevia como PCBa. Por brevedad, se entendera que las referencias a PCB en
esta descripcion abarcan cualquier PCB que incluya PCBa. Los ejemplos de componente electrénico 10 dentro de la
capa de incrustacién 8 incluyen, pero no se limitan a, componentes electronicos activos o pasivos, por ejemplo, un
circuito integrado (IC), una bateria para una "tarjeta de alimentacion", una antena y un componente funcional tal como
diodos emisores de luz (LED). Los componentes electronicos estan interconectados a través de cables o pistas 14. La
pelicula de soporte 12 puede ser un material dieléctrico basado en polimero. La capa de incrustacion 8 puede tener
cualquier dimension con respecto al tamafo de una cavidad en la primera capa 6 termoplastica. La capa de
incrustacion 8 puede estar parcial o totalmente dispuesta en tal cavidad. En algunas realizaciones, el tamafio de la
cavidad en la primera capa termoplastica 6 es mayor que el tamafo de la capa de incrustacion 8. La capa de
incrustacion 8 puede estar completamente dispuesta en la cavidad. En algunas realizaciones, el tamario de la cavidad
en la primera capa termoplastica 6 es sustancialmente igual o ligeramente mayor que el tamafio de la capa de
incrustacion 6 de PCB. La forma de la cavidad a menudo coincide con la forma de la capa de incrustacion 8. En
algunas realizaciones, el tamafo de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es menor que el
tamafio de la capa de incrustacion 8. El tamafio de la al menos una cavidad es sustancialmente igual o ligeramente
mayor que una porcion de la capa de incrustacion 8 de la PCB. Por ejemplo, la forma y el tamafio de una cavidad
pueden coincidir con un componente electronico 10. Los ejemplos de componente electronico 10 incluyen, pero no se
limitan a, una bateria o un componente electrénico activo o pasivo, por ejemplo, un circuito integrado (IC) en la capa
de incrustacion 8. En algunas realizaciones, la capa de incrustacion 8 puede comprender una pieza o una lamina de
metal, ceramica, material que contiene metal, material que contiene ceramica, plastico o similares. Los ejemplos de
materiales adecuados para esta pieza o lamina incluyen, pero no se limitan a, platino, cobre, tungsteno, materiales
que contienen energia metalizada, alumina, silice y materiales que contienen polvo ceramico. Esta pieza o lamina
puede ser de un cierto color o peso, con ciertas caracteristicas visuales u otras caracteristicas sensacionales.

[0022] Con referencia a la figura 5, se muestra la capa resultante, después de dispensar una composicion de
polimero reticulable 16 sobre la primera capa termoplastica 6, y la capa de incrustacion 8 dentro de la cavidad 7. La
composicion de polimero reticulable 16 también se puede dispensar sobre la primera capa termoplastica 6 fuera de la
cavidad en algunas realizaciones. Una composicion de polimero reticulable 16 formada segun la invencién a menudo
comprende un precursor curable, en forma liquida o de pasta. Tal precursor curable puede ser acrilato, metacrilato,
acrilato de uretano, acrilato de silicona, acrilato epoxi, uretano, epoxi, silicona o similares. La composiciéon de polimero
reticulable puede estar sin carga en algunas realizaciones, y comprende carga u otros aditivos en algunas otras
realizaciones. La composicion de polimero reticulable puede comprender en el intervalo de aproximadamente 0,5 %
en peso a aproximadamente 80 % en peso de la carga. La carga puede ser una carga inorganica u organica. Por
ejemplo, la carga puede ser una carga termoplastica en particulas tales como poliolefina, cloruro de polivinilo (PVC),
un copolimero de cloruro de vinilo y al menos otro mondmero, o un poliéster tal como tereftalato de polietileno (PET).
El al menos otro mondmero en la carga de copolimero de cloruro de vinilo puede ser éster de vinilo, acetato de vinilo
o éter de vinilo en algunas realizaciones. La carga termoplastica particulada puede ser un compuesto o una mezcla
que comprende una resina termoplastica, por ejemplo, un compuesto o una mezcla que comprende PVC.

[0023] El precursor curable en la composicion de polimero reticulable 16 puede comprender un monémero, un
oligdbmero o prepolimero que tiene grupos funcionales. El precursor puede ser reticulable en condiciones de curado
regulares que incluyen, pero no se limitan a, calentamiento, radiacién tal como luz ultravioleta (UV), humedad y otras
condiciones adecuadas. El precursor curable puede estar en forma liquida o en pasta. Su viscosidad puede estar en
el intervalo de 1-100.000 cps. En algunas realizaciones, el precursor curable es acrilato de uretano. Estos precursores
curables estan facilmente disponibles en proveedores de productos quimicos especializados. Los ejemplos de estos
proveedores incluyen, pero no se limitan a, Dymax Corporation de Torrington, CT y Sartomer USA, LLC de Exton, PA.

[0024] En algunas realizaciones, se puede usar una carga termoplastica particulada. Los ejemplos de una
carga termoplastica incluyen, pero no se limitan a, poliolefina, PVC, poliéster, copolimero, terpolimero y similares. Un
polimero en polvo que proporciona resultados adecuados puede ser un compuesto o una mezcla que comprende PVC
o un PVC modificado. La carga termoplastica particulada puede ser un copolimero de cloruro de vinilo y al menos otro
mondémero, que puede ser éster vinilico, acetato de vinilo o éter vinilico. Los ejemplos de tal copolimero estan
disponibles en Dow Chemical Company con el nombre comercial de UCAR™, y en BASF de Ludwigshafen, Alemania
con el nombre comercial de Laroflex™. UCARTM es un copolimero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo. Los grados
incluyen YYNS-3, VYHH y VYHD. Laroflex™ es un copolimero de cloruro de vinilo y éter isobutilo de vinilo. Los grados
incluyen MP25, MP 35, MP45 y MP60. Todas estas resinas poliméricas a menudo se suministran en forma de polvo
fino. La carga termoplastica particulada puede obtenerse mediante polimerizacion en suspensién o emulsion de uno
0 mas monomeros correspondientes 0 mediante pulverizacion de plasticos sélidos. La forma particulada puede ser de
cualquier tamafo, a modo de ejemplo y no de limitaciéon. Las particulas pueden estar en el intervalo de 0,5-200
micrometros. En algunas realizaciones, las particulas estan en el intervalo de 1-1.000 nm.

[0025] La composicion de polimero reticulable 16 puede comprender ademas al menos un agente de curado
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basado en los principios generales de la quimica polimérica. Tal composicion de polimero reticulable 16 se convierte
en una composicion reticulada solida 18 después del curado. Preferiblemente, tal composicion reticulada 18 es mas
flexible que la primera capa termoplastica 6 en algunas realizaciones. Por ejemplo, la composicién reticulable 16
comprende un primer agente de curado para el curado térmico y un segundo agente de curado para el curado por
radiacion. Durante la reaccién de curado o reticulacion, tal composicion reticulable se transforma en una composicion
de polimero reticulado sélida. Tal composicion de polimero reticulado 18 también se conoce en la técnica como un
polimero "termoendurecible" o "termoendurecido" para distinguirlo de un polimero termoplastico. En algunas
realizaciones, la composicion de polimero reticulable esta sin carga. En alguna otra realizacion, la composicion de
polimero reticulable comprende un intervalo de aproximadamente 0,5 % en peso a aproximadamente 80 % en peso,
y preferentemente en el intervalo de aproximadamente 5 % en peso a aproximadamente 50 % en peso, de una carga.

[0026] Los ejemplos de una composicion de polimero reticulable adecuada 16 incluyen, pero no se limitan a,
una formulaciéon que comprende un precursor curable tal como acrilato o acrilato de uretano. Los ejemplos de tal
formulacion incluyen, pero no se limitan a, X-685-31-1 y X-685-31-2, disponibles en Dymax Corporation de Torrington,
CT. X-685-31-1 es una formulacion que comprende acrilato de isobornilo, metacrilato de 2-hidroxietilo, acrilato de 2-
hidroxi-3-fenoxipropilo, perbenzoato de t-butilo y un fotoiniciador. Su viscosidad es de 1047 cP. X-685-31-2 también
es una formulacion que comprende acrilato de isobornilo, metacrilato de 2-hidroxietilo, acrilato de 2-hidroxi-3-
fenoxipropilo, per-benzoato de t-butilo y un fotoiniciador. Su viscosidad es de 1025 cP. Estas formulaciones se
dispensaron sobre la capa de incrustacion y, a continuacion, se curaron a una temperatura elevada de menos de 150
°C a una presién de menos de 2 MPa. La capa central resultante y las tarjetas de transporte de informacion resultantes
se realizaron con éxito. Estos ejemplos solo pretenden ilustrar realizaciones de acuerdo con la invencién, y como tales
no deben interpretarse como limitaciones impuestas a las reivindicaciones.

[0027] La composicion de polimero reticulable 16, que se envasa en una jeringa, se puede dispensar usando
el aparato o equipo de dispensacion estandar para adhesivos, encapsulantes, selladores y compuestos de
encapsulado. La cantidad de composicién reticulable 16 que va a dispensarse puede calcularse y controlarse
basandose en el volumen de la cavidad y la capa de incrustacion 8.

[0028] En algunas realizaciones, la composicion de polimero reticulable 16 se desgasifica en una camara de
vacio después de ser dispensada sobre la primera capa termoplastica 6. El proceso de desgasificacion a través del
vacio se puede realizar sin ninguna lamina de cubierta sobre la estructura de la figura 5 en algunas realizaciones.
Opcionalmente, se dispone una segunda capa termoplastica (no mostrada) sobre la estructura de la figura 5 antes del
proceso de vacio. La segunda capa termoplastica comprende un material termoplastico seleccionado de cloruro de
polivinilo, copolimero de cloruro de vinilo, poliolefina, policarbonato, poliéster, poliamida y copolimero de acrilonitrilo
butadieno estireno (ABS). La segunda capa termoplastica podria ser la misma que la primera capa termoplastica 6.
Su espesor puede estar en el intervalo de 0,025 mm a 0,25 mm. Esta capa termoplastica se convierte en una parte de
la capa central si se usa. En algunas otras realizaciones, al menos una de las peliculas de liberacion en la figura 6
esta dispuesta sobre la estructura de la figura 5 antes del proceso de vacio.

[0029] Con referencia a la Fig. 6, las capas resultantes después de colocar una tercera y una cuarta pelicula
de liberacion sobre las capas mostradas en la figura 5, forman una estructura en sandwich. La tercera y cuarta peliculas
de liberacion pueden ser cualquier tipo de peliculas de liberacion, y en algunas realizaciones, la segunda y tercera
peliculas de liberacion 4 estan formadas del mismo material. Las peliculas de liberacién primera y cuarta 2 también
pueden formarse a partir de los mismos materiales. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la segunda y tercera
peliculas de liberacion 2 pueden formarse a partir de un papel recubierto de silicona transpirable. Las peliculas de
liberacion primera y cuarta 4 se forman a menudo a partir de un fluoropolimero tal como politetrafluoroetileno que se
ofrece a menudo con el nombre comercial de Teflon®. Las dos peliculas de liberacién se muestran solo con fines
ilustrativos. Solo puede usarse una o ninguna pelicula de liberacién en algunas realizaciones. La estructura en
sandwich o en capas resultante de la figura 6 se coloca bajo presion y se calienta para formar una capa central para
una tarjeta de transporte de informacion, como se ilustra en el proceso a modo de ejemplo de las figuras 7 y 8.

[0030] Haciendo referencia a la figura 7, un proceso 20 que forma una capa central de una tarjeta de transporte
de informacién, de acuerdo con algunas realizaciones incluye las siguientes etapas. En la etapa 24, se forma una
primera capa termoplastica 6 que tiene al menos una cavidad 7. Una primera capa termopléstica 6 tiene al menos una
cavidad 7 que se puede moldear o laminar.

[0031] En algunas realizaciones, la primera capa termoplastica 6 se forma a través de las etapas de corte con
troquel de una o mas peliculas termoplasticas; y, a continuacién, laminacién en caliente con una o mas peliculas
termoplasticas sin cortar. Por ejemplo, una primera capa termoplastica 6 de este tipo puede fabricarse usando un
proceso 61 ilustrado en la figura 9. Las vistas en seccion transversal de la estructura se muestran en las figuras 10-
13. Con referencia a la figura 10, se proporcionan una o mas peliculas termoplasticas 63. Las peliculas 63 pueden
estar en el intervalo de 0,025 mm a 0,5 mm de espesor. Haciendo referencia a la figura 9, una o mas peliculas
termoplasticas 63 se cortan en la etapa 62, para formar una estructura mostrada en la figura 11. La una o mas peliculas
cortadas 63 se colocan por encima de otra pelicula termoplastica 65 en la etapa 64 de la figura 9, dando como resultado
una estructura ilustrada en la figura 12. Una pelicula a modo de ejemplo 65 puede tener un espesor en el intervalo de
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0,025 mm a 0,25 mm. La combinacion de la una o mas peliculas 63 y la pelicula 65 se laminan juntas en la etapa 66
de la figura 9 para formar una primera capa termoplastica 6 que tiene al menos una cavidad 7 como se muestra en la
figura 13.

[0032] En la etapa 27 de la figura 7, al menos una porcién de una capa de incrustacion 8 se dispone en la al
menos una cavidad 7. En algunas realizaciones, el tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa
termoplastica 6 es mayor que el tamafio de la capa de incrustacion 8. En algunas realizaciones, el tamafio de la al
menos una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es sustancialmente el mismo que el tamafio de la capa de
incrustacion 8. En otras realizaciones, el tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es
sustancialmente el mismo que el tamafio de una porcion de la capa de incrustacion 8.

[0033] En la etapa 30 que es opcional, la capa de incrustacion 8 se fija en la primera capa termoplastica 6. En
algunas realizaciones, la capa de incrustacion 8 se fija sobre la primera capa termoplastica 6 usando un adhesivo
instantaneo, una soldadura o similar. Por ejemplo, se forma una pluralidad de orificios en la capa de incrustaciéon 8
cortando algunas porciones de la pelicula de soporte 12 sin ningin componente electrénico 10 e interconexiones 14.
Se aplica un adhesivo instantaneo a los orificios. Los ejemplos de un adhesivo instantaneo incluyen, pero no se limitan
a, cianoacrilato. La capa de incrustacion 8 se puede fijar a la primera capa termoplastica 6 en un periodo tan breve
como unos pocos segundos.

[0034] En la etapa 32 (figura 7), se dispensa una composicion de polimero reticulable 16 sobre la capa de
incrustacion 8. En algunas realizaciones, la composicion de polimero reticulable 16 se dispensa en la cavidad 17. La
composicion de polimero reticulable puede ponerse directamente en contacto con los componentes electronicos 10
que incluyen componentes electrénicos activos o pasivos, por ejemplo, un circuito integrado (IC). La cantidad de
composicion de polimero reticulable 16 se predetermina y controla. Se puede eliminar cualquier material adicional que
exceda la superficie superior de la primera capa termoplastica 6. En algunas realizaciones, el precursor curable en la
composicion de polimero reticulable 16 es acrilato sin carga o acrilato de uretano. En algunas realizaciones, la
composicion de polimero reticulable comprende una carga termoplastica particulada tal como PVC, un compuesto o
una mezcla que comprende PVC, o un copolimero de cloruro de vinilo y al menos otro mondmero tal como éster de
vinilo o éter de vinilo.

[0035] El proceso 20 también puede comprender una etapa opcional 33. En la etapa 33, se dispone una
segunda capa termoplastica por encima de la primera capa termoplastica 6 después de la etapa 32. La segunda capa
termoplastica podria ser la misma que la primera capa termoplastica 6. Su espesor puede estar en el intervalo de
0,025 mm a 0,25 mm. Esta capa termoplastica forma parte de la capa central si se usa.

[0036] En la etapa 35, se aplica vacio sobre la composicion de polimero reticulable 16 en una camara de vacio.
El intervalo de presion esta en el intervalo de 10 Pa a 1.000 Pa. El vacio se puede mantener durante 0,5 a 10 minutos,
preferiblemente 1-3 minutos. El vacio se libera al final de un ciclo. Se pueden usar uno o multiples ciclos para lograr
una muestra libre de burbujas. Tal proceso de vacio se realiza a baja temperatura, preferiblemente a temperatura
ambiente.

[0037] En la etapa 37, se proporciona al menos una pelicula de liberacion tal como la pelicula de liberacién 2
0 4 descrita en la figura 6 por encima de la primera capa termoplastica 6. Una pelicula de liberacion 2 o 4 se coloca
por encima de la segunda capa termoplastica si se utiliza la segunda capa termoplastica.

[0038] En la etapa 39, la composicion de polimero reticulable 16 se cura para formar una composicion de
polimero reticulado 18. Este proceso de curado se puede lograr bajo presion a través de un procedimiento de curado
térmico. Se puede realizar un curado adicional a través de un mecanismo de curado por radiacion.

[0039] Haciendo referencia a la figura 8, un proceso 21 que forma una capa central de una tarjeta de transporte
de informacién, de acuerdo con algunas realizaciones incluye las siguientes etapas. En la etapa 22, se coloca una
segunda pelicula de liberacién 4 por encima de una primera pelicula de liberacion 2. En la etapa 24, se forma una
primera capa termoplastica 6 que tiene al menos una cavidad. Una primera capa termoplastica 6 tiene al menos una
cavidad 7 que se puede moldear o laminar. En algunas realizaciones, la primera capa termoplastica 6 se forma a
través de las etapas de corte con troquel de una o mas peliculas termoplasticas; y, a continuacién, laminacién en
caliente con una o mas peliculas termoplasticas sin cortar.

[0040] En la etapa 26, la primera capa termoplastica 6, que tiene al menos una cavidad, se coloca por encima
de la primera y segunda pelicula de liberacion (4 y 6). En la etapa 28, se coloca una capa de incrustacion 8 al menos
parcialmente en la al menos una cavidad sobre la primera capa termoplastica 6. La capa de incrustacion 8 puede
comprender una placa de circuito impreso (PCB). En algunas realizaciones, el tamafio de la al menos una cavidad en
la primera capa termoplastica 6 es mayor que el tamafio de la capa de incrustacion 8 de la PCB. En algunas
realizaciones, el tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es el mismo que el tamafo
de la capa de incrustacion 8 de PCB. En ofras realizaciones, el tamafio de la al menos una cavidad en la primera capa
termoplastica 6 es el mismo que el tamafo de una porcion de la capa de incrustaciéon 8 de PCB.
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[0041] Después de la etapa 28, el proceso comprende opcionalmente la etapa 30 de fijar la incrustacion sobre
la primera capa termoplastica 6, por ejemplo, usando un adhesivo instantaneo, una bola de soldadura o similares. En
la etapa 32, se dispensa una composicion de polimero reticulable 16 sobre la capa de incrustacién 8. En la etapa 35,
se aplica un vacio para eliminar cualquier burbuja en la composicion de polimero reticulable 16.

[0042] En la etapa 34, la tercera pelicula de liberacion y la cuarta pelicula de liberacién 4 se colocan sobre la
estructura en capas para formar una estructura en sandwich (figura 6). La tercera pelicula de liberacion se coloca
primero seguida de la cuarta pelicula de liberacion. En algunas realizaciones, la tercera pelicula de liberaciéon esta
formada del mismo material que la segunda pelicula de liberacion 4, que es preferiblemente una pelicula de liberacién
transpirable. La cuarta pelicula de liberacion puede formarse a partir del mismo material que la primera pelicula de
liberaciébn 2. En algunas realizaciones, las peliculas de liberacién primera y cuarta son una lamina de
politetrafluoroetileno (con el nombre comercial Teflon®). En la etapa 36, la estructura en capas anterior se coloca bajo
presion, por ejemplo, una presion de menos de aproximadamente 2 MPa.

[0043] En la etapa 38, la estructura en capas se calienta a presion. Una temperatura adecuada seria una que
sea lo suficientemente alta como para curar parcial o totalmente la composicion de polimero reticulable 16, o la primera
pelicula termoplastica de laminacion en caliente 6, o ambas. Después del tratamiento térmico, la composicion de
polimero reticulable 16 forma un sélido. Tal composicién de polimero reticulado 18 tiene una buena adhesion con la
primera capa termoplastica 6 y la capa de incrustacién 8 que incluye el componente electrénico 10 y la pelicula de
soporte 12. En algunas realizaciones, tal composicion reticulada es mas flexible que la primera pelicula termoplastica
6. En algunas realizaciones, la temperatura esta en el intervalo de 65-232 °C. En algunas realizaciones, la temperatura
es inferior a 150 °C.

[0044] El proceso 21 puede comprender ademas enfriar la estructura en capas y despegar la primera, segunda,
tercera y cuarta peliculas de liberacion. El proceso 21 puede comprender ademas una etapa de curado de la
composicion de polimero reticulable 16 usando luz visible, UV u otro curado por radiacion. También puede comprender
una etapa de curado mediante la introduccion de humedad o la promocién de otras reacciones quimicas. Después del
proceso 21, la composicién de polimero reticulable 16 se cura para producir un sélido. Después de despegar las
peliculas de liberacion, se forma una capa central para una tarjeta de transporte de informacion. La capa central
comprende una primera capa termoplastica 6, una capa de incrustacion 8 y una composicion de polimero reticulado
18. La composicion de polimero reticulable 16 se convierte en la composicion de polimero reticulado 18 en estado
sélido. Diferentes numeros de referencia se utilizan con el propdsito de diferenciacion sélo a pesar de que pueden
compartir la misma composicién quimica. Las capas centrales de ejemplo para una tarjeta de transporte de informacion
del proceso 21 se muestran en la figura 14-21.

[0045] Con referencia a la figura 14, una capa central 80 a modo de ejemplo de una tarjeta de transporte de
informacion, se fabrica de acuerdo con la estructura representada en las figuras 1-6 y las etapas de la figura 7 u 8.
Mas particularmente, la capa central a modo de ejemplo 80 comprende una primera capa termoplastica 6, una capa
de incrustacién 8 y una composicion de polimero reticulado 18. La primera capa termoplastica 6 es cloruro de polivinilo
(PVC), un copolimero de cloruro de vinilo, poliolefina, policarbonato, poliéster, poliamida, copolimero de acrilonitrilo
butadieno estireno (ABS) o similares. La composicion de polimero reticulado 18 se forma a partir de una composicion
reticulable 16 como se describe en las secciones relacionadas anteriores. La capa de incrustacion 8 comprende
componentes electronicos 10, por ejemplo, al menos una placa de circuito impreso (PCB), pelicula de soporte 12 e
interconexiones 14. Los componentes electronicos, tales como una bateria y un componente electrénico activo o
pasivo 10, estan conectados con interconexiones 14. Los componentes electronicos 10 estan incrustados en la pelicula
de soporte 14. La composicion de polimero reticulado 18 llena los huecos y los espacios restantes dentro de la cavidad
en la primera capa termoplastica 6 y la capa de incrustacién 8. En algunas realizaciones, la composicion de polimero
reticulado 18 entra en contacto directamente con la superficie exterior de los componentes electronicos 10. Con
referencia una vez mas a lafigura 4, la capa de incrustacion 8 puede tener cualquier dimensién con respecto al tamafo
de una cavidad en la primera capa termoplastica 6. La capa de incrustacion 8 puede estar parcial o totalmente
dispuesta en tal cavidad.

[0046] Con referencia a la figura 15, otra capa central de ejemplo 81 de una tarjeta de transporte de informacion
en una etapa final segun las etapas en la figura 8 en algunas realizaciones. Es similar a la capa central 80 de la figura
14. En algunas realizaciones, la composiciéon de polimero reticulado 18 de la composicion de polimero reticulable 16
esta dispuesta por encima de la primera capa termoplastica 6 fuera de la cavidad 7, por ejemplo, en el intervalo de 1
micrometro a 100 micrones de espesor.

[0047] Con referencia a las figuras 16-21, también se pueden utilizar diferentes configuraciones de capas
centrales para una tarjeta de transporte de informacion con buen efecto. Con referencia a la figura 16, una capa central
a modo de ejemplo 82 de una tarjeta de transporte de informacién incluye una cavidad completamente abierta para
una incrustacién. En las figuras 16 y 17, el tamafio de una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es mayor que
el tamano de la capa de incrustacion 8. En algunas realizaciones, tal cavidad esta cerca de, pero es ligeramente mas
pequefa que, el tamafio de una tarjeta de transporte de informacion. La capa de incrustacion 8 esta completamente
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dispuesta en la cavidad. La forma de la cavidad puede no ser la misma que la forma de la capa de incrustacion 8.

[0048] Con referencia a las figuras 18 y 19, una capa central a modo de ejemplo 86 de una tarjeta de transporte
de informacion incluye una cavidad de incrustacion abierta cercana al tamafio de una capa de incrustacién 8. En las
figuras 18 y 19, el tamafio de una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es sustancialmente igual o ligeramente
mayor que el tamafio de la capa de incrustaciéon 8. La forma de la cavidad coincide con la forma de la capa de
incrustacion 8. En esta configuracion, la capa de incrustacion 8 puede disponerse completamente dentro de la cavidad
en la primera capa termoplastica 6. El espacio entre el borde de la primera capa termoplastica 6 y la capa de
incrustacion 8 podria ser menor que el espacio mostrado en las figuras 18 y 19.

[0049] Con referencia a las figuras 20 y 21, una capa central a modo de ejemplo 90 de una tarjeta de transporte
de informacion incluye una cavidad de ventana parcialmente para una incrustacion. En las figuras 20 y 21, el tamafio
de la al menos una cavidad en la primera capa termoplastica 6 es menor que el tamafio de la capa de incrustacion 8.
El tamaio de la al menos una cavidad es sustancialmente igual o ligeramente mayor que una porcién de la capa de
incrustacion 8. En algunas realizaciones, una porcion de la capa de incrustacion se corta abierta para formar uno o
mas orificios de modo que un componente electrénico 10 pueda ajustarse en uno de los orificios. Los ejemplos de tal
componente electronico 10 incluyen, pero no se limitan a, una bateria o un chip en la capa de incrustacién 8. En
algunas realizaciones, el componente electronico 10 en la capa de incrustacion 8 se inserta desde un lado de la primera
capa termoplastica 6. Durante el proceso de fabricacion, se puede aplicar una composicién reticulable 16 para la
composicion de polimero reticulado 18 desde el otro lado de la primera capa termoplastica 6.

[0050] Haciendo referencia a las figuras 22-26, un proceso 120 a modo de ejemplo que fija una capa de
incrustacion a modo de ejemplo 8 sobre una capa termoplastica 6 usando un adhesivo instantaneo, de acuerdo con
algunas realizaciones, incluye las siguientes etapas enumeradas en la figura 26. Primero se proporciona una capa de
incrustacion. Con referencia a la figura 22, se utiliza una capa de incrustacion 8 a modo de ejemplo como modelo con
fines de demostracion. Los componentes electrénicos utilizados para una capa central de una tarjeta de transporte de
informacion no se limitan a los componentes ilustrados en la figura 22. La capa de incrustacion 8 comprende una
pelicula de soporte 12, una bateria 102, un chip 104 que tiene al menos un circuito integrado (IC), estructuras metalicas
106, cables de interconexion metalicos 108 y componentes funcionales tales como LED 109. La pelicula de soporte
12 es un material dieléctrico a base de polimero en algunas realizaciones. Esta capa de incrustaciéon es adecuada
para una "tarjeta de alimentacion".

[0051] En la etapa 122 (figura 26), se forma una pluralidad de orificios cortando la capa de incrustacién 8 en
las partes de la pelicula de soporte 12 sin ningin componente electrénico ni cables de interconexion. Con referencia
a la figura 23, la capa de incrustacion a modo de ejemplo 8 incluye una pluralidad de orificios 112 en su capa de
soporte 12 después del corte. Los orificios pueden ser de cualquier forma y cualquier tamafio. Los ejemplos de la
forma de los orificios incluyen, pero no se limitan a, circulo, rectangulo, cuadrado o cualquier otra forma. La etapa 122
es opcional en algunas realizaciones. La capa de incrustacion se fija sobre la primera capa termoplastica 6 sin orificios
de corte.

[0052] En la etapa 124, la capa de incrustacion resultante 8 que tiene orificios se coloca parcial o totalmente
dentro de una cavidad de la primera capa termoplastica 6. La capa de incrustacién a modo de ejemplo 8 puede tener
cualquier dimension con respecto al tamafo de una cavidad en la primera capa termoplastica 6. La capa de
incrustacion a modo de ejemplo 8 puede estar parcial o totalmente dispuesta en tal cavidad. Con referencia a la figura
24, la capa de incrustacion a modo de ejemplo 8 que tiene una pluralidad de orificios esta dispuesta sobre una primera
capa termoplastica 6 que tiene una cavidad de incrustacion abierta. La primera capa termoplastica a modo de ejemplo
tiene una cavidad mayor que la capa de incrustacion de modo que la capa de incrustacion esta completamente
dispuesta en la cavidad en la primera capa termoplastica 6.

[0053] En la etapa 126, se aplica una pequefia cantidad de un adhesivo instantaneo en cada orificio 112.
Haciendo referencia a la figura 25, la capa de incrustacion a modo de ejemplo 8 se fija sobre la capa termoplastica 6
usando un adhesivo instantdneo 115 de la estructura 116 resultante, de acuerdo con algunas realizaciones.

Los ejemplos de un adhesivo instantaneo 115 incluyen, pero no se limitan a, cianoacrilato. En algunas realizaciones,
el adhesivo instantaneo 115 se cura rapidamente en unos pocos segundos. Tal proceso de fijacién usado en esta
descripcién se entiende que abarca cualquier proceso de fijacion de una capa de incrustacion 8 sobre la primera capa
termoplastica 6 usando cualquier otro adhesivo o similar.

2. Tarjetas de transporte de informacion

[0054] En algunas realizaciones, una tarjeta de transporte de informaciéon comprende una capa central descrita
anteriormente. En algunas realizaciones, la tarjeta de transporte de informacion comprende ademas al menos una
pelicula termoplastica imprimible laminada sobre la superficie de la capa central. La tarjeta de transporte de
informacion comprende ademas al menos una pelicula transparente laminada sobre la superficie de la pelicula
termoplastica imprimible en algunas realizaciones. La tarjeta de transporte de informacion comprende ademas al
menos una bateria interconectada con el al menos un componente electrénico en la capa de incrustacion en algunas
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realizaciones. La tarjeta de transporte de informacion también puede comprender al menos una lamina de metal,
ceramica, material que contiene metal, material que contiene ceramica, plasticos o similares.

[0055] En algunas realizaciones, la invencién proporciona también un procedimiento para fabricar una tarjeta
de transporte de informacioén. El procedimiento comprende formar una capa central de la tarjeta de transporte de
informacion en esta descripcion. El procedimiento puede comprender ademas laminar térmicamente una pelicula
termoplastica imprimible y una pelicula termoplastica transparente en al menos un lado de la capa central de la
informacion. En algunas realizaciones, una pelicula termoplastica imprimible se lamina en un lado de la capa central
de la tarjeta de transporte de informacion. Se lamina una pelicula termoplastica transparente sobre la pelicula
termoplastica imprimible. En algunas realizaciones, una pelicula termoplastica imprimible se lamina en cada lado de
la capa central de la tarjeta de transporte de informacion. Una pelicula termoplastica transparente es la laminada sobre
la pelicula termoplastica imprimible en cada lado de la capa central de la tarjeta de transporte de informacion.

[0056] Haciendo referencia a las figuras 27-32, un proceso a modo de ejemplo 150 de fabricaciéon de una tarjeta
de transporte de informacion a modo de ejemplo incluye las siguientes etapas como se muestra en la figura 32. La
estructura en capas en diferentes etapas de un proceso a modo de ejemplo 150 se muestra en las figuras 27-31. Con
referencia a la figura 27, primero se proporciona una pelicula transparente 132. Se puede usar una pelicula
transparente 132 como la capa exterior de una tarjeta de transporte de informacion. Los ejemplos de pelicula
transparente 132 incluyen, pero no se limitan a, PVC y PET. En la etapa 152 de la figura 32, con referencia a la
estructura que se muestra en la figura 28, se dispone una capa de pelicula termoplastica imprimible 134 sobre la
pelicula transparente 132. La pelicula termoplastica imprimible 134 es una capa receptora de formaciéon de imagenes.
Se pueden imprimir palabras o imagenes sobre la pelicula termoplastica imprimible 134 antes o durante un proceso
de fabricacion de una tarjeta de informacién. En algunas realizaciones, esta pelicula no es transparente y contiene
algunos pigmentos tales como pigmentos blancos.

[0057] En la etapa 154 de la figura 32, se coloca una capa central 80 sobre la capa termoplastica imprimible
134 y la pelicula transparente 132. Una estructura en capas a modo de ejemplo resultante se muestra en la figura 29.
Con referencia de nuevo a la figura 14, en algunas realizaciones, una capa central a modo de ejemplo 80 comprende
una primera capa termoplastica 6, una capa de incrustacién 8 y una composicién de polimero reticulado 16. La capa
de incrustacion 8 comprende componentes electronicos 10, por ejemplo, al menos una placa de circuito impreso (PCB),
pelicula de soporte 12 e interconexiones 14. Los componentes electronicos, tales como una bateria y un componente
electronico activo o pasivo 10, estan conectados con interconexiones 14. Los componentes electronicos 10 estan
insertados o montados en la superficie sobre la pelicula de soporte 14. La composicion de polimero reticulado 16 llena
los huecos y los espacios restantes dentro de la cavidad en la primera capa termoplastica 6 y la capa de incrustacion
8. En algunas realizaciones, la composicion de polimero reticulado 18 entra en contacto directamente con la superficie
externa de los componentes electrénicos 10.

[0058] En la etapa 156 (figura 32), se dispone una segunda capa termoplastica imprimible 134 sobre la
estructura en capas de la figura 29, seguida de una segunda pelicula transparente 132. Las estructuras en capas
resultantes a modo de ejemplo se muestran en la figura 30 y la figura 31. En algunas realizaciones, se usa al menos
una pelicula de liberacién en cada lado de la estructura en capas de la figura 31. Con referencia a las figuras 1y 2,
los ejemplos de la pelicula de liberacion incluyen una lamina de politetrafluoroetileno, cualquier otro fluoropolimero,
silicona, un fluoropolimero o peliculas recubiertas de silicona. En algunas realizaciones, se usa una pelicula de
liberacion transpirable.

[0059] En la etapa 158 (figura 32), la estructura en capas a modo de ejemplo después de la etapa 156 se
lamina bajo una presion a una temperatura elevada. La estructura estratificada después de la etapa 156 se prensa
bajo una presion. En algunas realizaciones, la presion es inferior a 2 MPa. La estructura en sandwich en capas se
calienta a continuacién a una temperatura elevada bajo la presion. Una temperatura adecuada es suficientemente alta
para que todas las peliculas se laminen con buena adhesion. En algunas realizaciones, la temperatura esta en el
intervalo de 65-232 °C. En algunas realizaciones, la temperatura es inferior a 150 °C. La tarjeta de transporte de
informacion puede tener diferentes tamafios. En algunas realizaciones, la tarjeta de informacién puede tener un
tamafio que sigue la norma ISO/IEC 7810. Por ejemplo, una tarjeta inteligente de tipo ID-1, que es para la mayoria de
las tarjetas bancarias y tarjetas de identificacion, tiene un tamafio de 85,6 x 53,98 mm.

[0060] En algunas realizaciones, el proceso a modo de ejemplo 150 comprende un proceso tal como
tratamiento superficial para mejorar la adhesion entre dos capas. Los ejemplos de procedimientos de tratamiento de
superficie incluyen, pero no se limitan a, tratamiento con plasma o tratamiento corona antes de la laminacion en
caliente en la etapa 158.

[0061] Los procesos 20 (0 21) y 150 a modo de ejemplo pueden usarse para hacer una pluralidad de tarjetas
de transporte de informacién en una lamina, de acuerdo con algunas realizaciones. Con referencia a la figura 33, en
tal proceso, una primera capa termoplastica 6 comprende una pluralidad de cavidades, en la que una capa de
incrustacion 8 esta dispuesta parcial o completamente en cada cavidad. Con referencia a la figura 33, los elementos
similares se indican mediante numeros de referencia similares, y las descripciones de la estructura, proporcionadas
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anteriormente con referencia también se describen anteriormente.

[0062] Una estructura en capa central a modo de ejemplo 180 que comprende una pluralidad de capas de
incrustacion 8 puede fabricarse usando el proceso 20 0 21 como se describid anteriormente. En algunas realizaciones,
cada capa de incrustacion 8 se fija sobre la primera capa termoplastica 6 con un adhesivo instantaneo 115 usando un
proceso a modo de ejemplo 120 (figura 26). Cada capa de incrustacion 8 se corta con una pluralidad de orificios antes
de aplicar un adhesivo instantaneo 115. Haciendo referencia de nuevo a la figura 14, en algunas realizaciones, una
capa central a modo de ejemplo 80 comprende también una composicion de polimero reticulado 18. La capa de
incrustacion 8 comprende componentes electrénicos 10, por ejemplo, al menos una placa de circuito impreso (PCB),
pelicula de soporte 12 e interconexiones 14. La composicion de polimero reticulado 18 llena los huecos y los espacios
restantes dentro de la cavidad en la primera capa termoplastica 6 y la capa de incrustacion 8. En algunas realizaciones,
la composicion de polimero reticulado 18 entra en contacto directamente con la superficie externa de los componentes
electrénicos 10.

[0063] Con referencia de nuevo a la figura 5, una composicién de polimero reticulable 16 se dispone sobre la
capa de incrustacion dentro de cada cavidad para formar la composicién de polimero reticulable 18. Una composicion
reticulable a modo de ejemplo comprende un precursor curable con o sin cargas. El precursor curable es acrilato de
uretano, acrilato de éster, acrilato de silicona, acrilato epoxi, acrilatos incluyendo metacrilato, silicona, uretano, epoxi
o similares. La composicion reticulable 16 se cura para formar una composicion reticulada 18. Los ejemplos de
procedimiento de curado incluyen, pero no se limitan a, curado térmico y por radiaciéon. En algunas realizaciones, el
curado térmico se produce durante un proceso de laminacién térmica.

[0064] En algunas realizaciones, la estructura de capa central a modo de ejemplo 180 se lamina adicionalmente
con al menos una capa termoplastica imprimible y una pelicula transparente. La estructura laminada resultante se
corta a continuacion para formar una pluralidad de tarjetas de transporte de informacion. En algunas realizaciones, la
presion es preferiblemente inferior a 2 MPa. La temperatura esta en el intervalo de 65-232 °C en algunas realizaciones,
y es preferiblemente inferior a 150 °C en algunas realizaciones en el proceso de laminacion.

[0065] La informacion de forma rectangular que lleva tarjetas o tarjetas inteligentes en esta descripcion son
solo para ilustracion. La estructura de la descripcion y el proceso de fabricacion también se adaptan a cualquier tarjeta
de transporte de informacion o parte de cualquier forma y cualquier tamafio. Los ejemplos de estas partes incluyen,
pero no se limitan a, ldaminas rectangulares, laminas circulares, tiras, varillas y anillos. El tamafio incluye pero no se
limita a cualquier tamafio siguiendo la norma ISO/IEC 7810.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para formar una capa central de una tarjeta de transporte de informacion, que
comprende:
formar una primera capa termoplastica (6) que define al menos una cavidad (7), comprendiendo la primera capa
termoplastica (6) al menos un material termoplastico;
posicionar al menos una porcion de una capa de incrustacion (8) en la al menos una cavidad (7), comprendiendo
la capa de incrustacion una lamina de metal o material que contiene metal; y
dispensar una composicion de polimero reticulable (16) sobre la primera capa termoplastica (6), y la capa de
incrustacion (8).
2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, donde la composicion de polimero reticulable (16)
comprende:
un precursor curable, el precursor curable seleccionado del grupo que consiste en acrilato, metacrilato, acrilato de
uretano, acrilato de silicona, acrilato epoxi, metacrilato, silicona, uretano y epoxi, y
la composicion de polimero reticulable (16) es un liquido o una pasta.
3. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas:
aplicar vacio a la composicién de polimero reticulable (16) y
disponer una segunda capa termoplastica por encima de la primera capa termoplastica (6) después de aplicar la
composicion de polimero reticulable (16) sobre la capa de incrustacion (8).
4. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la primera y segunda capas
termoplasticas (6) comprenden un material termoplastico seleccionado del grupo que consiste en cloruro de polivinilo,
copolimero de cloruro de vinilo, poliolefina, policarbonato, poliéster, poliamida y copolimero de acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS).
5. El procedimiento para cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas:
proporcionar una pelicula de liberacion por encima de la primera capa termoplastica (6); y
curar la composicién de polimero reticulable (16) bajo calor o luz UV para formar una composicion de polimero
reticulado (18).
6. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas:
proporcionar una primera pelicula de liberacion (2);
colocar una segunda pelicula de liberacion (4) por encima de la primera pelicula de liberacion (2);
colocar la primera capa termoplastica (6) que tiene al menos una cavidad (7) por encima de la segunda pelicula
de liberacion (4) antes de colocar al menos una porcién de la capa de incrustacion (8) en la al menos una cavidad
),
colocar una tercera pelicula de liberacién por encima de la primera capa termoplastica (6) después de dispensar
la composicion de polimero reticulable (16); y
colocar una cuarta pelicula de liberacion por encima de la tercera pelicula de liberacion y formar una estructura en
sandwich, donde la segunda (4) y la tercera peliculas de liberacidon son una pelicula de liberacion transpirable.
7. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas:
prensar la estructura en sandwich bajo presion; y
calentar la estructura en sandwich a una temperatura elevada bajo presion;
la presion es menor que 2 MPa, y la temperatura elevada es menor que 150 °C.
8. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas:
fijar la capa de incrustacién (8) sobre la primera capa termoplastica (6), antes de dispensar la composicion de
polimero reticulable (16) sobre la capa de incrustacion (8).
9. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que formar la primera capa
termoplastica (6) que tiene al menos una cavidad (7) comprende:
cortar con troquel una o mas peliculas termoplasticas; y laminar las una o mas peliculas termoplasticas bajo una
condicion de calentamiento.
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10. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el material de la lamina de
la capa de incrustacion (8) comprende al menos uno de platino, cobre, tungsteno y polvo metalizado.

11. Un procedimiento para fabricar una tarjeta de transporte de informacion, que comprende formar una
capa central de la tarjeta de transporte de informacion segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores

12. El procedimiento de la reivindicacién 11, que comprende ademas laminar una pelicula termoplastica
imprimible (134) en un lado de la capa central de la tarjeta de transporte de informacion.

13. El procedimiento de la reivindicacién 12, que comprende ademas laminar una pelicula termoplastica
transparente (132) sobre la pelicula termoplastica imprimible (134) en un lado de la capa central de la tarjeta de
transporte de informacion.

14. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, en el que el tamafio de la al menos una

15 cavidad (7) definida en la capa termoplastica (6) es el mismo que el tamafio de la capa de incrustacion (8).

14



FIG. 1

ES2950 148 T3

FIG. 2

15

FIG. 3




ES2950 148 T3

C
\ -...._.1\.\\\\\.\.\. .......... v\\\\. ———V 7 ] | —-
74 y | Al - - - il o f A A - - - -
@\ Skﬂ S\wovk 2L 8

N ¥ 'OI4

C

1 T

2

16



ES2950 148 T3

(uooelpes o/A Jojed
‘uoisaud ofeq ‘ojdwala
Jod) ajqejnoniad ealsswiod
uolsIsodwoo e Jeun)

i

eolysejdowlal

eded esawiid e| 9p BWIPUD
Jod ugloesaql| ap ejnajjad
eun sousw |e Jeuoldiodold

+

ojoeA sedl|dy

i

(Jeuorado) eannsgidowal
eded eqawlid | ap ewnud
Jod eansedowual eded
epungas eun Jauodsig

*

uoloelIsnJoul

ap eded e| 21qos
2|qe|noi3al osawijod ap
uopisodwod eun Jesuadsiq

(jeuoinodo)

eorjsejdowual eded
eJawlJd e| ua ugdeISNJOUI
ap edeo e[ Jefi4

peplAed eun

sousauw |e e| Us uoldEISNIOUI
ap eded eun ap uoiuod
Bun souaw |e Jauodsig

pepiaed

BUN SOUSW |e 3u3}
anb eolyse|dowlsy eded
eJawiid eun JewJo4

17



ES2950 148 T3

co_wmi‘o‘_m‘n_ epens|a
8¢ einjeladwsa) e| e Yoimpues
K ua ein}oNJISe el Jejua|e)

|

9¢
r seded us yoimpues
Uo einlionJlsa e| Jeuolisald
ve uoldeJaql| 3p e[n2Jj2d elEeNnd
/ e[ ‘uoipenuinuod e ‘A uopelaql|
ap e[ndjjad e432133 BUN JBI0|0D

A

eansejdow.sy
ec eded esowid e

f ap ewdua Jod eannsejdow.al
edeo epun8as eun Jsuodsig

A

/ oJoeA Jedi|dy

A uopeysnioul ap eded
r. e| 31qos 3|qe[no13a. osawjjod
ap uopIsodwod eun Jesuadsig

!

eolyse|dowtal
eded esawnid
| Us uoldeIsnIdUl | Jefl]

A

PEpPIABD BUN SOUBW |8
B| Ua 9)uswW|e}o} o |eldJed
uoIoeISNJIOUl BUN JaUOdsIQ

uoloesaql|

ap e|najjad epun3das e| ap
ewoua Jod eonsejdow.al
eded esawid e| Jed0|0)

A

pepiAed eun sousaw
|e suail anb eodisejdowlsl
eded edawlid eun Jewlo4

|

uoidesaql

ap e|najjad esswiid eun
ua uoldeJaql| 3p ejnajjad
epungas eun 4eJo|o)

8 Ol

T4

18



ES2950 148 T3

6 Old

pepiAed eun
99 aual} anb eosejdowua)

/ eded esowlid eun Jewdoy
eded e|nojjad e| Jeujwe

+

ealyse|dowJal ejnaijad eJjo ap
/ BWIDUS SepelI0d sedlse|dow.s)
sejnJjjed sew o eun Jeaojo)

+

c9 sedlysejdowJa) sejnojjad
/ Ssew o eun Jejanbouj

19

19



ES2950 148 T3

€L Old

L 9
. Zl 'Ol
&
mm\_
Ll 'Ol
mw.\
0l 'Ol

mw.\

20



Me77==""°= \\\\\\xﬁ
vl

ES2950 148 T3

EN



ES2950 148 T3

22



ES2950 148 T3

||||||||||
''''''''''''''''''''
|||||||||||||||
NN NN N [
|||||||||||||||||
A R AN R RN
''''''''''''''''''''''''''''''''

-
7
FIG. 16




ES2950 148 T3

8~
N
e
e s
uuw\& Akt

wFllIIJ ||| L T TR W I 0 e ) O e T W B BRSO ST TR G L I 8 R T ) R

@ll/.l |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

24




e

v,

.

90

v/,

FIG. 20

ES2950 148 T3

___________

JJJJJJ

18

FIG. 21



ES2950 148 T3

\N_‘

¢¢ Ol

u]

[n}

N\ N

n]

u]

Q

u]

Q

]

1401’ 001

26



ES2950 148 T3

A%

[ , :
—— UJ 1ha
— —
— _
= AUV\J{\ =)
= NS

mor\ —_— \ /

wo_‘ 901
vo_‘



ES2950 148 T3

v¢ "Old

n n UHUH_J _+—20l
o o n/ | —

o

i/f
T \

_1-801

u}

o p e i D - M:M g
yn" U ‘ O ‘/_M?MWV/U

144,

28



ES2950 148 T3

112
\\
8

7 / h
/
fl.’l [n] [n] o [n] l'l\
2 TN
7
.
m] o o 0 1] é/ (0]
%
%
0 u] [m] é 0 [u] n}
0 ? u] Q (m] [u] ? (n]
7 .
it %
8 ?@K
ST o]
L\’ﬂ l

12-/

116\\
(-
¥
(
/‘
rd

108 1"
102 —

29

FIG. 25



ES2950 148 T3

9cl

vcl

¢cl

0cl

9¢ Ol

SOI214140
SO| U3 oauejuelsul
oAlsaype Jesuadsi(

+

ealysejdowua)l
eded eJowilid e| 24q0S
uQoI2e1ISNIDdU| B| JBD0|0)

+

uoloelsnuoul ap eded
e| us ay4odos ap e|noijad
| Ua soIIylIo apsag

30



ES2950 148 T3

cel

Ow T

1215

cel

L€ Old

0€ Old

6¢ Old

8¢ Old

¢ Old

31



ES2950 148 T3

oSl

¢t Old

8G1

uoisaud A Jojea ofeq edes
U3 2JNJONJIS3 B| Jeuluen

+

961

3juaJedsuely ejnojjad epungas
eun A 3|qiwidwi eanysejdow.a)
eded epunsas eun Jauodsiq

+

vGl

a|qiwridwi eanse|dowa)
eded e| 21qos
' |eJuad eded eun 1e20(0)

+

rA]"

2juaJtedsuel]

e|najjad eun aiqos
a|qiwiadwi eonsejdow.al
eded eun Jauodsiqg

32



ES2950 148 T3

N — —

115

J
=
==
P

B o | e |

---s-1||||FF----11 ---

33

FIG. 33



	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

